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1. はじめに

　部品内蔵基板は，既に受動部品，能動部品を内蔵したも
のが，通信モジュール，カメラモジュール，アプリケー
ションプロセッサ用サブストレートなどで量産されてお
り，近年ではスマートフォンや SSDのマザーボードに採用
した事例も出てきている。
　ここでは，部品内蔵基板を使ったモジュールの製品採用
事例として，TransferJetTM送受信モジュール，カメラモ
ジュール，およびヘルスケアモジュールを紹介する。ま
た，半導体内蔵基板を使ったモジュールへのさまざまな期
待や課題についても述べる。

2. TransferJetTM送受信モジュール

　TransferJetTMは，40社（2013年 4月現在）が加盟してい
る「TransferJetTMコンソーシアム 1)」が普及と市場形成を目
指している近接無線転送技術である。2012年 9月には，
ISO/IEC 17568および 17569として国際標準規格の承認を
受けている。近年，スマートフォン，タブレット，ノート
PCなどのモバイル機器において，個人ユーザ間で画像・動
画・音声などの大容量データを気軽に高速で交換したいと
いうニーズが高まっており 2)，容易に搭載できる世界最小
の送受信用モジュール（図 1）を開発し，2012年 9月に発
表した。
2.1	 モジュール仕様

　TransferJetTMと送受信モジュールの主要諸元を表 1，シス

テム・ブロックを図 2に示す。モジュールには，高周波
フィルタ，バラン，RF整合素子，水晶振動子，電源用バイ
パスコンデンサなどの部品と TransferJetTM LSIを搭載して
おり，無線通信システムを実現している。モジュールは，
4.8 × 4.8 mmのサイズ，厚さは 1.0 mm以下，0.5 mmピッ
チ LGA (Land Grid Array)で，薄型軽量化が進むスマート
フォンやタブレットなどの高密度実装が求められるモバイ
ル機器に適している。
　ホストインタフェースは SDIO規格に対応しており，本
製品とカプラ，および専用アプリケーションソフトによ
り，スマートフォンやタブレットで TransferJetTMが利用で
きる。
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図 1.　TransferJetTMモジュールの外観

表 1.　TransferJetTMとモジュールの主要諸元
項　　目 仕　　様

TransferJetTM

仕様
中心周波数 4.48 GHz

信号帯域幅 560 MHz

送信電力 -70 dBm/MHz（平均），それ以下
伝送レート 560 Mbps (max)／

375 Mbps（実効スループット）
接続距離 数 cm

接続形式 1対 1

モジュール
仕様

外形サイズ 4.8 × 4.8 × 1.0 (max) mm

パッケージ 0.5 mmピッチ LGA

搭載部品 TransferJetTM規格対応LSI，高周波フィル
タ，バラン，RF整合素子，水晶振動子，
電源用バイパスコンデンサなど

インタフェース SDIO UHS- I対応

図 2.　モジュールのシステム・ブロック


